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(57)摘要

本发明涉及半导体塑封封装工艺流程的去

飞边化工技术领域，尤指一种塑封晶体管溢料软

化液及其制备方法，该软化液具有造价低廉、使

用方便，并提高了塑封晶体管封装良率以及组装

良率，其组分及质量百分含量为：A组分60％～

80％，B组分2％～10％，C组分0～5％，D组分1％

～10％，E组分10％～30％，本发明的制备方法

为：将上述组分原料在30～50℃温度下加热溶

解，在反应釜中逐个加入上述各组分，使其全部

溶解，可得到均匀透明的弱碱性浅黄色液体，罐

装即为成品。
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1.一种塑封晶体管溢料软化液，其特征是：所述的塑封晶体管溢料软化液的组分及质

量百分含量为：

A组分              60% ～ 80%

B组分              2% ～ 10%

C组分              0 ～ 5%

D组分              1% ～ 10%

E组分              10% ～ 30%

其中，A组分是至少一种具有通式结构的酰胺化合物，

，

B组分是通式为R4O-(AO)n-R5的化合物，C组分是NH4F，D组分是醇胺，E组分是去离子水，

R1或者是H或者是碳数为1～4的烷基，R2是碳数为1～4的烷基、烯基或羟烷基，R3是碳数为1

～4的烷基、烯基或羟烷基。

2.根据权利要求1所述的一种塑封晶体管溢料软化液，其特征是：所述的通式为R4O-

(AO)n-R5的化合物中，R4是碳数为6～18的烷基、烯基或苯基；R5或者是H或者是碳数为1～6

的烷基、烯基中的一种；AO是具有碳数为2～4的环氧烷烃，n是从9到20的整数。

3.根据权利要求1所述的一种塑封晶体管溢料软化液，其特征是：所述的醇胺是三乙醇

胺、二乙醇胺和异丙醇胺中的至少一种。

4.一种权利要求1中的塑封晶体管溢料软化液的制备方法，其特征在于：将各组分原料

在30～50℃温度下加热溶解，在反应釜中逐个加入上述各组分，使其全部溶解，可得到均匀

透明的弱碱性浅黄色液体，罐装即为成品。
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一种塑封晶体管溢料软化液及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及半导体塑封封装工艺流程的去飞边化工技术领域，尤指一种塑封晶体

管溢料软化液及其制备方法。

背景技术

[0002] 自2000年以来，中国半导体产业的发展开始步入快车道，国内IC设计和芯片制造

规模的不断扩大，内地崛起的半导体晶圆代工产业的发展，对后段制造的拉动效应已开始

显现，中国半导体封装测试业在近几年也同样保持了稳定快速发展的势头；国内电子产品

市场的迅速壮大，出于接近客户需求目的，特别是得益于国内良好的投资环境，国际大型半

导体公司纷纷将其封装企业转移至国内，直接拉动了国内半导体封装产业规模的迅速扩

大，目前中国已经成为全球增长最快的半导体封装市场之一。根据资料显示，90％以上的晶

体管及70％～80％的集成电路已使用塑料封装材料，而环氧树脂封装塑粉是最常见的塑料

封装材料。典型的晶体管封装工艺流程为：划片、装片、键合、塑封、去飞边、电镀、打印、切

筋、外观检查、测试和包装出货，溢料问题是封装过程中常见的质量问题，有溢料就会形成

飞边、附着接线引脚和散热片，从而影响成品晶体管外观、可焊性和散热性，如何减少溢料

的发生和去除溢料是封装工程师、电镀工程师以及材料生产商和模具制造商共同探讨和重

视的课题。将塑封晶体管溢料用化学方法软化，制备一种软化液，为去除溢料提供了一种方

便经济的解决办法，提高了塑封晶体管封装良率以及组装良率。

发明内容

[0003] 本发明一种塑封晶体管溢料软化液及其制备方法，具有造价低廉、使用方便，并提

高了塑封晶体管封装良率以及组装良率。

[0004] 为了实现上述目的，本发明提供一种塑封晶体管溢料软化液及其制备方法，该软

化液的组分及质量百分含量为：

[0005]

[0006] 其中，A组分是至少一种具有通式结构的酰胺化合物，

[0007]

[0008] 这里R1或者是H或者是碳数为1～4的烷基，R2是碳数为1～4的烷基、烯基或羟烷基，

R3是碳数为1～4的烷基、烯基或羟烷基。
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[0009] B组分是通式为R4O-(AO)n-R5的化合物，R4是碳数为6～18的烷基、烯基或苯基，R5或

者是H或者是碳数为1～6的烷基、烯基中的一种，AO是具有碳数为2～4的环氧烷烃，优选碳

数为2或3的环氧烷烃，n是从9到20的整数，其主要作用是增强的浸透性和表面洗净力。

[0010] C组分是NH4F，在加热的条件下，与溢料中的硅微粉发生化学反应，从而加速溢料

的软化。

[0011] D组分是三乙醇胺、二乙醇胺和异丙醇胺中的至少一种，其主要作用为碱性调整

剂，使软化液长期稳定显弱碱性。

[0012] E组分是去离子水。

[0013] 本发明的制备方法为：将上述组分原料在30～50℃温度下加热溶解，在反应釜中

逐个加入上述各组分，使其全部溶解，可得到均匀透明的弱碱性浅黄色液体，罐装即为成

品。

具体实施方式

[0014] 实施例1

[0015]

  序号   组分名称   质量百分数(％)

  1   CH3CON(CH2CH3)2   30

  2   CH3CON(CH3)2   40

  3   C6H13O(CH2CH2O)15C3H7   2

  4   NH4F   3

  5   二乙醇胺   5

  6   去离子水   20

[0016] 将上述组分原料在30～50℃温度下加热溶解，在反应釜中逐个加入上述各组分，

使其全部溶解，可得到均匀透明的弱碱性浅黄色液体，罐装即为成品，使用时，将塑封晶体

管放入加热容器中，在70～80℃温度下，加热15～30分钟软化溢料，取出塑封晶体管，用水

清洗后，毛刷轻擦即可去处溢料。

[0017] 实施例2

[0018]

  序号   组分名称   质量百分数(％)

  1   CH3CH2CON(CH3)2   35

  2   HCON(CH3)2   35

  3   C13H27O(CH2CH2O)H   2

  4   二乙醇胺   5

  5   去离子水   23

[0019] 将上述组分原料在30～50℃温度下加热溶解，在反应釜中逐个加入上述各组分，

使其全部溶解，可得到均匀透明的弱碱性浅黄色液体，罐装即为成品，使用时，将塑封晶体

管放入加热容器中，在70～80℃温度下，加热15～30分钟软化溢料，取出塑封晶体管，用水

清洗后，毛刷轻擦即可去处溢料。

[0020] 实施例3
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[0021]

  序号   组分名称   质量百分数(％)

  1   CH3CON(CH3)(CH2CH2)   20

  2   CH3CON(CH3)2   51

  3   C6H5O(CH2CH2O)15C6H13   2

  4   NH4F   4

  5   三乙醇胺   5

  6   去离子水   18

[0022] 将上述组分原料在30～50℃温度下加热溶解，在反应釜中逐个加入上述各组分，

使其全部溶解，可得到均匀透明的弱碱性浅黄色液体，罐装即为成品，使用时，将塑封晶体

管放入加热容器中，在70～80℃温度下，加热15～30分钟软化溢料，取出塑封晶体管，用水

清洗后，毛刷轻擦即可去处溢料。

[0023] 以上所述，实施方式仅仅是对本发明的优选实施方式进行描述，并非对本发明的

范围进行限定，在不脱离本发明技术的精神的前提下，本领域工程技术人员对本发明的技

术方案所作的各种变形和改进，均应落入本发明的权利要求书确定的保护范围内。
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